Obudowy i gniazda procesoréw.

PGA (ang. Pin Grid Array) — typ obudowy uktadow scalonych stosowany powszechnie
w produkcji procesorow.

W obudowach tego typu wyprowadzenia w postaci szpilek, czyli tzw. pindw, znajduja sie na
catej bgdz znacznej czesci powierzchni spodniej strony uktadu scalonego. Wyprowadzenia te
taczy sie z obwodem drukowanym przy pomocy specjalnego gniazda — w przypadku
procesorow nazywanego gniazdem procesora. Gitéwng zaletg tej technologii jest
ograniczenie miejsca zajmowanego przez uktad scalony, dzieki lepszemu stosunkowi ilosci
wyprowadzen do rozmiaréw obudowy.

ZIF socket (ang. zero insertion force socket), gniazdo
z zerowym naciskiem wstawiania — podstawka (gniazdo)
uktadu scalonego (np. procesora na ptycie gtéwnej
komputera) umozliwiajgca wymiane uktadu bez uzywania
sity i bez ryzyka uszkodzenia.

Uktad scalony (np. procesor) do dziatania wymaga styku z innymi elementami (np.
w przypadku procesora - z ptytg gtéwng). Aby po umieszczeniu w gniezdzie funkcjonowat on
poprawnie, konieczne jest zamkniecie obwodu elektrycznego. Umieszczenie go w gniezdzie
nie wyposazonym w uktad ZIF wigze sie z koniecznoscig wywarcia na niego odpowiedniego
nacisku i z tarciem. Dla uktadu o setkach stykéw (ndzek), wypadkowy nacisk przy wstawianiu
lub wyjmowaniu moze by¢ bardzo wysoki (réwny sile kilku kilogramoéw), co zagraza
urzadzeniu, do ktdérego sie wstawia uktad, jak i samemu uktadowi scalonemu. Aby tego
unikna¢, opracowano gniazda typu ZIF.

Dziatanie. Zanim umiesci sie odpowiedni uktad w gniezdzie ZIF, nalezy przesung¢ dzwignie
lub suwak z boku podstawki, co uwalnia jej zaciski. W tym momencie uktad moze by¢ bez
problemu wstawiony, a poniewaz zaciski nie blokujg pindw ukfadu, umieszczenie go wymaga
marginalnej sity nacisku (stad nazwa ZIF). Jesli uktad zostanie prawidtowo wstawiony,
przesuwa sie dzwignie gniazda na swoje pierwotne miejsce, co powoduje zaci$niecie sie
zaciskdw na jego stykach.



Zastosowanie. Gniazda typu ZIF wykorzystywane sg przy kosztownych ukfadach scalonych,
jak procesory (od potowy lat 90. w gniazdach procesoréw wtasciwie nie stosuje sie innych
podstawek), dla ktérych przewiduje sie wielokrotne wyjmowanie i wktadanie do gniazda. ZIF
spotyka sie tez w sprzecie stuzagcym do testowania sprawnosci chipéw lub ich
programowania, gdzie takie gniazdo jest przewidziane do dziatania kolejno z setkami
uktadéw. Podstawki ZIF s3 znacznie drozsze od standardowych, dlatego stosuje sie je
wyfacznie tam, gdzie wykluczone jest uzycie zwyktej podstawki.

Socket LGA 2066



Lista technologii LGA

AMD
Socket F (LGA 1207)
Socket C32 (LGA 1207) (zastgpit Socket F)
Socket G34 (LGA 1974)
Socket TR4 (LGA 4094)

Intel

LGA 775 (znany rowniez jako Socket T)
LGA 771 (znany rowniez jako Socket J)
LGA 1156 (zwany rowniez jako Socket H)
LGA 1155 (zwany rowniez jako Socket H2)
LGA 1150 (zwany réowniez jako Socket H3)
LGA 1366 (znany réwniez jako Socket B)
LGA 2011 (znany réwniez jako Socket R)
LGA 1151 (znany réwniez jako Socket H4)
LGA 2066 (znany réwniez jako Socket R4)

Nastepnym typem obuddéw, wywodzacg sie
z PGA, sq obudowy BGA (ang. Ball Grid Array)
stuzgce do montazu powierzchniowego (SMT),
w ktérych wyprowadzenia majg postac kulek ze
stopu lutowniczego.znajdujagcymi sie na catej
(badz znacznej czesci) powierzchni spodniej
strony uktadu. Wyprowadzenia te lutuje sie do
podtoza powierzchniowo, zazwyczaj z uzyciem
nagrzewnicy.

Gtéwna zalety tej technologii jest ograniczenie
miejsca zajmowanego przez uktad scalony —

dzieki lepszemu stosunkowi liczby wyprowadzen
do wymiaréw obudowy. Do zalet tej technologii
mozna zaliczy¢ tez mniejszg liczbe wad wystepujgcych podczas procesu lutowania —
dochodzgcy obecnie do 2-5 defektéw na milion potaczen, lepsze wtasciwosci elektryczne —
dzieki skréceniu doprowadzen, oraz samonastawnos$¢ uktadéw podczas procesu montazu —
wskutek zjawiska napiecia powierzchniowego.

Obudowy BGA stosuje sie zazwyczaj w urzgdzeniach przenosnych lub takich, w ktérych nie
zaktada sie mozliwosci wymiany uktadu scalonego, oraz w urzadzeniach o ograniczonej
powierzchni ptytki drukowane;.



LGA (ang. Land Grid Array) — typ obudowy uktadéw scalonych stosowany powszechnie
w procesorach, w ktérej zrezygnowano z pindw przenoszac je, w nieco zmienionej formie, do
gniazda.
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Obudowa LGA jest uzywana w procesorach z serii Intel Pentium 4, Intel Xeon, Intel Core 2,
Intel Core i7 oraz AMD Opteron. W przeciwienstwie do PGA, uzywanego w wiekszosci
procesorow AMD oraz starszych produktach firmy Intel, nie posiada ona pinéw na
procesorze — w ich miejsce zastosowane zostaty styki, ktére dociskane sg do pinéw w
gniezdzie ptyty gtdwnej.

Obecne modele i pasujace gniazda ptyt gtéwnych:
Procesory AMD

FM1: procesory AMD APU (A6, A8)

FM2: procesory AMD APU (A4, A6, A8, A10)

FM2+: procesory AMD APU (A6, A8, A10)

AM2: procesory AMD Athlon 64 X2

AM?2+: procesory Phenom

AM3: procesory Athlon Il X2, X3, X4, Phenom Il X2, X3, X4, X6

AM3+: procesory AMD FX

AM4: procesory Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, AMD APU (A6, A8, A10, A12)

Procesory Intel

Clarkdale, Lynnfield — LGA1156,
Bloomfield — LGA1366

Sandy Bridge — LGA1155

Ivy Bridge — LGA1155

Haswell = LGA1150

Broadwell - LGA1150

Skylake — LGA1151




https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Gniazda procesor%C3%B3w

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista gniazd procesorowych

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gniazdo procesora#Tabela por%C3%B3wnawcza gniazd procesor%C3
%B3w rodziny 80x86

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gniazdo procesora
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Oznaczenia procesorow Intel:
i7 —4790K

Kolorem niebieskim oznaczona jest rodzina procesoréw. Core i3 sg procesorami
stabszymi, i7 najmocniejszymi, a i5 plasujg sie pomiedzy tymi dwoma.

Kolorem oznaczona jest generacja. Im wyzsza cyfra tym wyzszej
generacji jest procesor. Dotyczy sie to tylko oznaczenia czterocyfrowego jak powyzej,
CPU pierwszej generacji posiadaty oznaczenie trzycyfrowe.

Kolorem zielonym jest oznaczona potencjalna wydajnos¢ ukfadu. Im wyzej, tym
lepiej. Ostatnia z trzech zielonych cyfr w procesorach do komputeréw stacjonarnych
zawsze wynosi 0. W komputerach mobilnych moze wynosi¢ 7 — co oznacza
zwiekszenie oszczedzania energii, albo 9 — zmniejszenie oszczedzania energii.

Kolorem czerwonym zaznaczone jest oznaczenie dodatkowe procesora. Jest to
warto$¢ opcjonalna, niektore CPU nie posiadajg tej dodatkowej , literki”. Mozemy sie
spotkac z:

K — procesor z odblokowanym mnoznikiem. W praktyce umozliwia to uzytkownikowi
zwiekszenie zegara procesora, tym samym poprawiajgc jego wydajnosc;

M — oznacza wersje mobilng procesora, montowang w laptopach;

S — wersja energooszczedna (niski pobor mocy);

T — wersja jeszcze bardziej energooszczedna dla komputerow stacjonarnych;
U — wersja energooszczedna dla procesorow mobilnych;

Y — wersja jeszcze bardziej energooszczedna dla procesorow mobilnych;

F - wymaga oddzielnej karty graficznej,

G - zintegrowana karta graficzna,

H - zintegrowana karta graficzna (wysokiej jakosci),

HK - zintegrowana karta graficzna (wysokiej jakosci, odblokowany mnoznik),
HQ - zintegrowana karta graficzna (wysokiej jako$ci, 4 rdzenie),

Q — wielordzeniowos¢,

XM — najwyzsza wydajnosc,

Oznaczenia procesoréow AMD:

FX -83

Kolorem niebieskim oznaczona jest ilos¢ rdzeni.

Kolorem zielonym jest oznaczona generacja CPU.

Kolorem jest oznaczona potencjalna wydajnos¢ procesora. Im
wyzej, tym lepiej.

APU A10-7850K
W przypadku APU oznaczenia wyglgdajg podobnie jak u Intela, mianowicie:

Kolorem niebieskim zaznaczona jest rodzina, po kolei: A4, A6, A8, A10 - od
najstabszej, do najmocniejszej.

Kolorem zaznaczona jest generacja — im wyzej, tym miodsza.
Nastepnie kolorem zielonym zaznaczona jest potencjalna wydajnos$ci uktadu.

Literka K na koncu oznacza odblokowany mnoznik, podobnie jak u konkurenciji.



Jaki procesor wybraé¢ — najwazniejsze parametry techniczne

o Liczba rdzeni i watkéw. Teoretycznie, im wieksza liczba rdzeni, tym szybciej
i efektywniej powinien pracowaé procesor. Jednak w praktyce nie zawsze mozna
zauwazyc takg zaleznosc¢. Dlaczego? Duza czes¢ aplikacji (szczegdlnie tych do uzytku
domowego), ktére s3 dostepne na rynku, nie wykorzystuje potencjatu
wielowagtkowosci/wielordzeniowosci, przez co instrukcje sg wykonywane przez jeden
lub dwa rdzenie. Zauwazalny wzrost wydajnosci bedzie zauwazalny przy pracy
zwieloma programami jednoczesnie, w grach lub w zaawansowanym
oprogramowaniu. Dlatego tez do zwyktych zastosowan domowych lub biurowych nie
jest konieczne kupowanie procesora wyposazonego w wiecej niz dwa rdzenie, cho¢
na rynku mozna otrzymac jednostki cztero-, szescio-, oSmio-, a nawet dziesiecio-
i dwunastordzeniowe. Jednoczesnie powinniémy zwraca¢ uwage na tak zwanag
wielowgtkowos$é. Zwigzana jest ona z obstugg dwukrotnie wiekszej liczby watkéw niz
rdzeni. W przypadku ukfadéw dwurdzeniowych bedy to cztery watki,
w czterordzeniowych osiem etc. Oczywiscie nie kazdy procesor takg wielowgtkowosé
obstuguje. Okaze sie ona niezwykle pomocna w sytuacji zwiekszonego
zapotrzebowania na moc obliczeniowa.

o Czestotliwo$é¢ taktowania. W uproszczeniu, czestotliwos¢ taktowania ma
bezposredni wptyw na sama wydajnos¢ procesora, a wiec szybkos$é¢ wykonywania
operacji w czasie sekundy np. 2 GHz oznacza 2 miliardy przetaczen na sekunde.
Nalezy jednak zdawaé sobie sprawe, ze wydajnos¢ wyliczong ze wzoru (zegar*ilos¢
rdzeni*ilo$¢ operacji w jednym takcie zegara) nalezy poréwnywaé tylko pomiedzy
modelami danego producenta, gdyz w innym przypadku wyniki mogg by¢
zafatszowane). Jakie taktowanie okaze sie odpowiednie? To oczywiscie zalezy od
zastosowanie komputera. Jesli zalezy nam na obstudze standardowych aplikacji, nie
musimy celowaé w uktady o taktowaniu powyzej 3 GHz. Inaczej wyglada jednak
sprawa podczas obstugi gier oraz zaawansowanych programéw. W takim przypadku
taktowanie powinno by¢ jak najwyzsze — wartosci ponad 3.5 GHz mozna juz uzna¢ za
bardzo przyzwoite. Jednoczednie trzeba pamietaé, ze producenci podajg zawsze
czestotliwos¢ taktowania bazowego oraz w trybie turbo (nie wszystkie procesory go
obstugujg), ktéry uruchamiany jest wtedy, gdy potrzebna okazuje sie dodatkowa moc
obliczeniowe, na przyktad podczas obstugi nowych gier.

¢ Pamie¢ podreczna. Jest to szybka pamiec znajdujgca sie w samym procesorze i to w
niej przechowywane sg najczesciej wykorzystywane dane. AMD oraz Intel bardzo
czesto chwalg sie coraz wyzszymi wartosciami pamieci podrecznej, jednak nie zawsze
wiecej znaczy duzo szybciej (czasem rdznice sg ledwo zauwazalne, a koszt produkcji
niestety wyzszy). Wyrdznia sie trzy poziomy pamieci cache:

e L1 - jest mato pojemna, to jednak tutaj znajdujg sie dane, ktére sg potrzebne w danej
chwili. Charakteryzuje sie rowniez najkrotszym czasem dostepu.

e L2- kolejny poziom, w ktédrym gromadzone sg dane, ktédre mogg by¢ za chwile
potrzebne. Pobierane s3 z L3 bgdz pamieci RAM.

e L3 - pojawia sie w najnowszych i bardziej wydajnych procesorach. Jest réwniez
buforem i bardzo czesto stuzy do synchronizowania pracy wielu rdzeni. Obecnie
uwage zwraca sie przede wszystkim na pamiec L3, poniewaz to one jest najbardziej



pojemna, dlatego ma najwiekszy wptyw na zwiekszenie szybkosci dziatania procesora.
Modele najlepsze dysponujg pamiecig podreczng trzeciego poziomu od 8 do nawet
32 MB (ukfady typu High-End).

Gniazdo procesora. Procesor nie jest samodzielng jednostka. Do dziatania potrzebuje
ptyty gtdwnej wyposazonej w specjalne gniazdo, w ktédrym umieszcza sie procesor.
Aby jednak montaz byt mozliwy, ptyta musi by¢ kompatybilna z wybranym
procesorem. Jesdli wiec zestaw jest kompletowany od samego poczatku, nalezy
wybraé¢ model procesora, a dopiero pézniej dobieraé do niego ptyte, ktéra obstuguje
jego gniazdo. W przypadku wymiany starszych podzespotéw, nalezy upewnié sie, w
jaki typ gniazda jest wyposazona ptyta i do niej dopasowaé wydajniejszy od
poprzednika procesor. Procesory AMD korzystajg z gniazd: FM2, FM2+, AM3, AM3+,
AM4 i TR4. Z kolei procesory Intela powinny by¢ zamontowane na ptytach z
gniazdami: LGA 478, LGA 775, LGA 1150, LGA 1151 (osobne dla Coffee Lake), LGA
2011, LGA 2011-3, LGA 2066

Magistrala (szyna) systemowa. To ona odpowiada za komunikacje procesora
z innymi podzespotami. Obecnie jest to mniej istotny element, cho¢ oczywiscie nadal
wptywa na szybko$¢ przesytu danych. Im wiec wydajniejszy procesor, tym szyna
powinna mieé wiekszg przepustowosc.

Podkrecanie procesora. Zaréwno AMD, jak i Intel majg w swojej ofercie specjalne
serie procesoréw z odblokowanym mnoznikiem, ktére pozwalajg na przeprowadzenie
procesu overclockingu (podkrecania), za sprawg ktérego mozemy zwiekszyé
taktowanie. Co wazne, takie uktady majg swoje oznaczeni.. Intel dodaje do nazwy
litere K lub X, a AMD litery BE (Black Edition) lub K (APU z odblokowanym
mnoznikiem). Nie dotyczy to serii FX-, gdyz wszystkie modele z tej serii maja
odblokowany mnoznik.

Procesor a karta graficzna. Jesli komputer sktada entuzjasta gier, musi on nie tylko
zwréci¢ uwage na wybdr dobrego ukfadu graficznego, ale takze procesora. Co
prawda, nie musi to by¢ jednostka z najwyzszej potki, jednak warto zdecydowac sie
na procesor oferujgcy co najmniej srednig wydajnosé. Jesli procesor jest zbyt wolny,
nie nadaza z dostarczaniem danych do karty graficznej. Staba jednostka moze
stanowi¢ waskie gardto, ktdre moze znaczgco obnizyé komfort gry.

Chtodzenie. Procesor, szczegdlnie podczas intensywnej pracy, wydziela ciepto. Jesli
temperatura jednostki bedzie zbyt wysoka, moze to powodowac niestabilnosé
systemu operacyjnego. Dlatego tez warto zaopatrzyé sie w dodatkowe radiatory
(chtodzenie pasywne) lub wentylatory (chtodzenie aktywne). Wiecej na temat
chtodzenia znajduje sie w oddzielnym poradniku.

TDP. Wartos¢ wspotczynnika zalezna jest od rodzaju procesora, a takie jego
parametréw. Najmniej obcigzajgcej komputer uktady wyrdzniajg sie TDP na poziomie
25-35 W. Te znajdujgce sie po drugiej stronie generujg wartosci na poziomie ponad
200 W.



Podstawki procesorow INTEL.

Nazwa ;
podstawki Rodzina procesorow Typ zlacza I;)Iliz(g?
DIP (ang. Dual 1, .. g0g6, Intel 8088 DIP 40
In-line Package)
PLCC
(ang. Plastic 1/, . 80186 Intel 80286, Intel 80386 PLCC 68, 132
Leaded Chip
Cartier)
- PGA (ang. Pin
Socket 1 Intel 80486 (zasilanie 5 V) Grid Array) 169
Socket 2 Intel_ 80486, Intel Pentium OverDrive PGA 938
(zasilanie 5 V)
Socket 3 Intel 80486 (zasilanie 3,3 V) PGA 237
Socket 4 Intel Pentium (zasilanie 5 V) PGA 273
Socket 5 Intel Pentium (zasilanie 3,3 V) PGA 320
Socket 6 Intel_ 80486, Intel Pentium OverDrive PGA 935
(zasilanie 3,3 V)
Intel Pentium, Intel Pentium MMX; Intel
Socket 7 Pentium OverDrive (zasilanie 2,5 do 3,3 V) PGA 321
Intel Pentium Pro, Intel Pentium Pro
Socket 8 OverDrive, Intel Pentium Il OverDrive PGA 387
(zasilanie 3,1 V do 3,3 V)
Slot 1 Intel Pentium Il (zasilanie 2,8 do 3,3 V) Slot 242
Slot 2 {;1)te| Pentium 11 Xeon (zasilanie 2,8 do 3,3 Slot 330
PGA-ZIF
Intel Pentium 111, Intel Celeron (zasilanie (ang. Pin Grid
Socket 370 1,05do 2,1V) Array — Zero 370
Insertion Force)
Socket 423 Intel Pentium 4 (zasilanie 1,0 do 1,85 V) PGA-ZIF 423
Intel Pentium 4, Intel Celeron, Intel Pentium
Socket 478 4 Extreme Edition, Intel Celeron D PGA-ZIF 478
Intel Pentium 4, Intel Celeron, Intel Pentium
4 Extreme Edition, Intel Celeron D, Intel
LGA 775 Pentium Extreme Edition, Intel Pentium LGA (ang. Land 775
(Socket T) Dual-Core, Intel Core 2 Duo, Intel Core 2 Grid Array)
Extreme, Intel Core 2 Quad, Intel Xeon,
Intel Celeron
LGA 1366 Intel Core i7, Intel Core i7 Extreme Edition, LGA 1366
(Socket B) Intel Xeon seria 3500, Intel Xeon seria 5500
LGA 1156 Intel Core i5, Intel Core i7 LGA 1156

Tabelka z podstawkami pod procesory firmy Intel do komputeréw stacjonarnych



Uktady chipset
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Procesor Intel 8086 jest procesorem uniwersalnym i do zbudowania petnego systemu
mikroprocesorowego potrzebne sg dodatkowe uktady takie jak:

e generator sygnatow zegarowych 8284,

e sterownik (bufory) magistrali 8288,

e pamieé operacyjna RAM,

e pamieé¢ ROM (BIOS),

e sterownik przerwan 8259,

e uktad DMA 8257,

e uktad licznika/czasomierza 8253,

e uktad portu rownolegtego 8255,

e uktad transmisji szeregowej UART 8251,

e sterownik klawiatury — mikroprocesor 8042,

e zegar czasu rzeczywistego MC146818 i inne.

https://en.wikipedia.org/wiki/List of Intel chipsets
https://en.wikipedia.org/wiki/List of Intel microprocessors
https://en.wikipedia.org/wiki/List of AMD chipsets
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W 1986 roku firma Chips and Technologies opracowata uktad 82C206, w ktérym
zintegrowano tego typu uktady TTL w ukfadzie o duzej skali integracji.

Figure 1-1  82C206 Block Diagram
e —— - — — |
DREQH = P DACKI
HLDA - 8237 I ADSTB, TC
DMACLK o | DMAS I - Tl
DATA 8 - | & DMAMEMRE,
8237 [
ADDRESS : :_| DMA16 | . EE::EMW#
IORHIO W e —— J - ot 74LS612 -
| [ B MEMORY MAPPER - XATE,
| A[23:17]
- rF —— — — — - —— -+ _______
o TOP WAIT STATE CONFIGURATION
1| DEcoDeErR GENERATOR REGISTER
SYSCLK - _ e ____ ~4— |0CHRDY
r———=— = A
IRQ -_-_-_I B250A i - NTR
i "l INTC1 (MASTER)| |
> ———
- 8250A I
INTAZ = | nTC2 (sLavE) | e
L - —_ - —_ = d
TMROLK
& - 8254 -
TIMER/COUNTER - ouT1
GATE2 . = OUT2
AS -
| REAL-TIME CLOCK |
_ (WITH RAM) - PWRGD
oscl > ot PSRSTE#

Wspotczesne chipsety integruja wiele elementéw komputera
graficzne, karty dzwiekowe czy karty sieciowe.

klasy PC takie jak karty



Chipsety to uktady scalone stanowigce integralny element ptyty gtéwnej. Liczba chipsetéow moze
by¢ zréznicowana i waha sie w zaleznosci od modelu ptyty gtdéwnej od jednego (np. SIS 5571) do kilku (np.
Intel 430 FX Tryton, posiadajacy 4 uktady). Pod wzgledem funkcjonalnym chipset ztozony jest z modutéw,
ktorych gtéwnym zadaniem jest integrowanie oraz zapewnianie wspodtpracy okreslonych komponentéw
komputera (dyskéw twardych, procesora, klawiatury, monitora, magistrali PCl, ISA, pamieci SRAM, DRAM
i innych).

Trzonem kazdego chipsetu sa:
e kontroler CPU
e kontroler pamieci RAM
e kontroler pamieci typu cache,
o kontroler magistral PCI, ISA oraz innych.

Dodatkowo w chipsecie mogg by¢ zintegrowane nastepujgce elementy:

o kontrolery IDE, FDD, SCSI oraz inne

e kontrolery klawiatury, kanatéw DMA oraz przerwan IRQ

o uktad zegara rzeczywistego (RTC)

o uktady zarzadzajgce energia (ang. power management) - pod tym pojeciem kryje
sie grupa funkcji, ktére umozliwiajg zarzadzanie zuzyciem energii w trakcie dziatania
komputera. Podstawowym zatozeniem systemu jest redukowanie poboru pradu
przez urzgdzenia nie wykorzystywane w danym momencie

e kontroler uktadéw wejscia/wyjscia, np.: RS232, USB, Centronix i inne

e kontroler interfejsow UMA, AGP, adapterdw graficznych oraz muzycznych.

Chipsetu nie mozna wymienié na inny, tak jak mozna to uczynié z procesorem. Wybierajac
konkretny model, uzytkownik jest catkowicie uzalezniony od jego parametréw, natomiast
jedyny sposdb wymiany to kupno innej ptyty gtéwnej. Konfiguracja parametréw dziatania
okreslonych podzespotéw, ktdre sktadajg sie na chipset modyfikowana jest przez BIOS oraz
pamietana w uktadzie pamieci CMOS.

Producenci chipsetéw dazg do tego, by jak najwieksza ilo$¢ modutdw byta zawarta w jednym
uktadzie (chipie). Stanowi to sposdb obnizenia kosztéw wytwarzania ptyt gtédwnych,
co bezposrednio wptywa na ostateczng cene zestawu komputerowego. Liczba uktaddw,
ktére wchodzg w skfad jednostki komputerowej waha sie od 1do 5-6 uktaddéw. Poziom
integracji istotny jest jedynie dla firm produkujgcych ptyty gtéwne.

Producenci chipsetéw starajg sie zmaksymalizowaé integracje swoich ukfadéw izwiekszaé
przepustowos¢ magistral lokalnych isystemowych. Co jakis czas wychodzg nowe wersje
chipsetdw, pracujgcych na coraz to wyzszych czestotliwosciach.



CHIPSET

Znaczenie Chipsetu

Jest to grupa specjalistycznych uktadéw scalonych, ktére sg przeznaczone do wspdlnej pracy.
Majg zazwyczaj zintegrowane oznaczenia i zwykle sprzedawane s3 jako jeden produkt.
W komputerach termin chipset jest powszechnie uzywany w odniesieniu do
specjalistycznego ukfadu scalonego lub zestawu uktadoéw ptyty gtdwnej komputera lub karty
rozszerzen. Wydajnos$¢ i niezawodnos¢ komputera w znaczacej mierze zalezy od tych
uktadéw. Uktad ten organizuje przeptyw informacji pomiedzy poszczegélnymi
podzespotami komputera. Podziat chipsetu na ukfady scalone oraz umieszczenie w nich
uktadéw wejscia-wyjscia zalezy od koncepcji producenta jak i rozwoju mozliwosci produkcji
uktadéw o coraz wiekszym stopniu integracji. Sprawia to, ze mozemy stwierdzi¢, ze chipset
to serce ptyty gtéwnej, dba on o wtasciwe wspétdziatanie wszystkich elementéw - nie tylko
tych zainstalowanych na ptycie, ale takze zewnetrznych. Jego konstrukcja ma wptyw na
predko$é obstugi poszczegdlnych podzespotéw, co przektada sie bezposrednio na ogdlng
wydajnos¢ komputera.

Chipset decyduje takze o zestawie dostepnych portéw i o mozliwosciach rozbudowy ptyty
gtownej o dodatkowe karty rozszerzen, dyski twarde, moduty pamieci itd. Inaczej mowiac, to

wiasnie chipset decyduje o jakosci i wartosci ptyty gtéwne;j.

Chipset okresla tez grupe procesorow, ktérg jest w stanie obstuzy¢ ptyta. Do poprawnej
pracy z najnowszymi uktadami nie wystarczy dowolna ptyta z gniazdem, np. LGA775, lecz
taka, ktéra jest wyposazona w odpowiednie uktady sterowania. Jest to przyczyng wielu
rozczarowan, gdyz przy nieuwaznym doborze ptyty wymiana procesora, nawet w niedtugim
czasie od kupienia zestawu, moze wigza¢ sie tez z przymusem wymiany ptyty na nowsza.

Jest najwazniejszym komponentem ptyty gtdéwnej, jest odpowiedzialny za komunikacje
miedzy mikroprocesorem a pozostatymi elementami ptyty.



Chipset integruje: interfejs magistrali mikroprocesora, kontroler pamieci, kontrolery
urzadzen wejscia i wyjscia (I/O), kontrolery magistral. Generuje czestotliwosci
mikroprocesora i magistral i steruje nimi. Zawiera kontrolery pamieci masowej, zegar czasu
rzeczywistego i CMOS, kontrolery DMA (ang. Direct Memory Access — bezposredni dostep do
pamieci), moze takze zawierac zintegrowany uktad graficzny, muzyczny i sieciowy.

Magistrala komunikacyjna, magistrala (ang. bus) — zesp6t linii przenoszgcych sygnaty oraz
uktadéw wejscia-wyjscia stuzgcych do przesytania sygnatéw miedzy potaczonymi
urzadzeniami w systemach mikroprocesorowych. Ze wzgledu na typ prowadzonej transmisji
magistrale mozna podzieli¢ na:
— Rownolegte — sygnaty przesytane sg rdwnolegle, jednoczesnie wieloma kanatami (np.
przewodami, sciezkami); do magistral tego typu nalezg m.in. PCI, AGP, FSB.
— Szeregowe — sygnaly sg przesytane szeregowo, jednym lub wieloma pojedynczymi
kanatami; do nich nalezg magistrale: USB, RS-232, PCl Express.)

Klasyczna Architektura North and South Bridge
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Organizacja Chipsetu

W klasycznej architekturze funkcje chipsetu sg rozdzielone na dwa oddzielne ukfady scalone
(mostki) potgczone magistralg PCl (ang. Peripheral Component Interconnect — magistrala
komunikacyjna).

North Bridge (mostek pétnocny). Gtéwny uktad chipsetu odpowiedzialny za bezposrednia
komunikacje mikroprocesora, za pomocg magistrali mikroprocesora (ang. Front Side Bus, FSB
- magistrala zewnetrzna), z pamiecig operacyjng RAM, magistralg karty graficznej (AGP, ang.
Advanced/Accelerated Graphic Port — zaawansowany/przyspieszajacy interfejs graficzny)
oraz magistralg PCI.

South Bridge(mostek potudniowy). Posredniczy w komunikacji miedzy mostkiem pétnocnym
(za posrednictwem magistrali PClI) a wolniejszymi komponentami ptyty gtéwnej -
kontrolerami pamieci masowych (twardych dyskéw i napedéw optycznych) oraz magistrali
USB (ang. Universal Serial Bus — uniwersalna magistrala szeregowa).

Ponadto z uktadem chipsetu wspétpracuje uktad zwany Super 1/0.

Super 1/0 Uktad, ktory nie jest czescig chipsetu, jednak $cisle z nim wspotpracuje. Potgczony
jest z mostkiem potudniowym za pomocg magistrali ISA (ang. Industry Standard Architecture
- standardowa architektura przemystowa). Integruje wszystkie pozostate komponenty
obstugujgce urzadzenia wejscia-wyjscia niewspierane przez chipset: porty PS-2 myszy
i klawiatury, porty szeregowe (COM) i réwnolegty (LPT), kontroler stacji dyskietek oraz
potaczenie z BIOS. Jezeli na ptycie nie zamontowano oddzielnego uktadu Super 1/0O, oznacza
to, ze zostat zintegrowany z mostkiem potudniowym chipsetu.

Do niedawna chipset fizycznie sktadat sie z dwdch uktaddw scalonych: mostka poétnocnego
(ang. North Bridge) oraz mostka potudniowego (ang. South Bridge) . Umieszczenie kontrolera
pamieci w mikroprocesorze umozliwito w najnowszych konstrukcjach utworzenie jednego
uktadu scalonego.

Architektura wspdfczesnych chipsetéw, projektowanych przez czotowych producentéw,
odbiega od klasycznego uktadu North and South Bridge. Najwieksze zmiany wprowadzono na
poziomie komunikacji miedzy uktadami chipsetu, gdzie rownolegta magistrale PCl zastgpiono
dedykowanym interfejsem. Dzieki nowej koncepcji odcigzono magistrale PCl, przeznaczajac
cate jej pasmo transmisyjne do wspdtpracy z kartami rozszerzen, oraz poprawiono szybkos¢
komunikacji miedzy uktadami chipsetu.



3x DDR3

Ptyta giowna ‘ - =
CHl S 3 x DDR3
PCI-Express gl ioiots
v | .ll e e
—
CLK

NORTH BRIDGE |'7*%"
" Mostek pétnocny

PCI Express Bus

3
P&
w
w
x
o~

x 16
LAN LAN -3
$ ! PCI PCI g &
Express Express Interconnect Bus Zuw
Magistrala < ﬁ

I I migdzyukladowa
Kontroler Kontroler
Ethemet Ethemet P PCl Bus iI
~
»; SOUTH BRIDGE

g

v Mostek BIOS
PCI Express :
ﬁ Biks Potudniowy e

Kontroler

Kontroler urzadzen

SATA2 I LPC Bus LPC
Kodek
Audio

= 5

SATA2 | | SATA2

RAID RAID § o) e
I VYT T
] = :

Front Side Bus (FSB) — wystepujgca w wielu architekturach komputeréw PC magistrala
tgczagca mikroprocesor z kontrolerem pamieci (najczesciej zlokalizowanym w mostku
poétnocnym). Sktada sie ona z 32—-40 linii adresowych, 64 linii danych oraz 4 linii sterowania.
Parametry FSB (liczba linii poszczegélnych typow, czestotliwo$é) zalezne sg od
zastosowanego mikroprocesora. W ogdlnosci magistrala FSB jest okreslana jako 64-bitowa,
jej czestotliwos¢ ksztattowata sie od 25 do 400 MHz w zaleznosci od modelu mikroprocesora,
co przy mozliwosci wykonywania od 1 do 4 transferéw na cykl zegarowy pozwalato
uzyskiwa¢ maksymalng przepustowos$¢ od 200 MB/s (Pentium Overdrive) do 12800 MB/s

(Xeon).

Jej nastepcami sg DMI oraz QPl wprowadzone poczynajgc od platform zawierajgcych
procesor Nehalem oraz HyperTransport dla platform opartych o procesory AMD.



Architektura chipsetow firmy Intel

Od momentu wypuszczenia na rynek procesoréw 286 i 386 firma Intel musiata czekac¢ az dwa
lata na pojawienie sie chipsetéw i ptyt gtéwnych obstugujacych jej nowe produkty. Jednak juz
dla kolejnego mikroprocesora, oznaczonego jako 486, Intel samodzielnie opracowat chipset
i ptyte gtéwng, dzieki czemu nowy produkt mégt od razu zaistnie¢ na rynku. Intel jako
pierwszy postanowit odejs¢ od tradycyjnej architektury North and South Bridge
i skonstruowat serie chipsetow oznaczonych jako 8xx. Nowa koncepcje nazwano IHA (ang.
Intel Hub Architecture - architekturg koncentratora). Zmieniono nazewnictwo ukfadéw
chipsetu: North Bridge przemianowano na MCH (ang. Memory Controller Hub - kontroler
pamieci), a South Bridge na ICH (ang. I/O Controller Hub - kontroler wejscia-wyjscia) Intel
zrezygnowat z tgczenia uktaddéw chipsetu za pomocg magistrali PCl i zastgpit jg 8-bitowym
dedykowanym interfejsem HI8 (ang. Hub Link I/0) dziatajgcym z predkoscig 266 MB/s (PCl to
133 MB/s).
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Architektura chipsetu Intel 845



W 2004 r. Intel wprowadzit kolejng generacje chipsetéw oznaczong jako 9xx , gdzie
dedykowany interfejs HI8 zastgpiono nowg magistralg DMI (ang. Direct Media Interface) o
przepustowosci 2 GB/s, opracowang na bazie szeregowej magistrali PCI Express.
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Architektura chipsetu 975X

Direct Media Interface (DMI) — magistrala opracowana przez firme Intel, stuzgca do
przesytania danych pomiedzy mostkiem pdétnocnym a potudniowym chipsetu. Zadaniem DMI
jest komunikacja z urzadzeniami interfejsu SATA lub portami PCI.

DMI po raz pierwszy zaprezentowana zostata w 2004 roku w postaci chipsetu 915 oraz
mostka potudniowego ICH6. Przepustowos¢ DMI wynosita wtedy 2,5 GT/s, co przy 4 liniach
danych pozwalato na uzyskanie transferu do 10 Gb/s (1192 MB/s) w kazdym z dwdch



kierunkow, czyli ponad 4 razy wiecej niz przepustowosé wczesniej stosowanej Hub link 1/0,
ktéra osiggata transfery do 266 MB/s. Gdy komputery osobiste uzywaty jeszcze Hub link I/0,
chipsety serwerowe korzystaty juz z wariantu bazujgcego na dedykowanym PCle x4 zwanym
Enterprise Southbridge Interface (ESI). Jednak wszystkie chipsety produkowane w latach
2004-2008, poczawszy od ICH6, korzystaty juz ze zmodyfikowanych wersji tego interfejsu
wystepujgcego pod wspolng nazwg DMI (termin chipset odnosi sie tu do pary uktadéw
scalonych — mostek pdétnocny + mostek potudniowy). Magistrala DMI jest zmodyfikowana
wersjg PCle x4 v1.1, jednak w niektorych mobilnych wersjach mostkéw poétnocnych (915GMS
oraz 945GMS/GSE/GU) uzyto zmodyfikowanego PCle x2, co skutkowato obnizeniem
przepustowosci o potowe. Intel opublikowat wiele specyficznych podwariantéw urzadzen
wspotpracujacych, tak wiec samo okreslenie DMI nie gwarantuje petnej kompatybilnosci
pomiedzy ich réznymi kombinacjami.

W 2009 roku Intel zaimplementowat interfejs DMI bezposrednio w procesorach (rodzina
Core i5). Pierwszg platformg reprezentujagcg nowe rozwigzanie byt procesor i5-750 w
potaczeniu z chipsetem P55 (jedna z odmian mikroarchitektury Nehalem). Zrezygnowano
wtedy catkowicie z mostka pdtnocnego likwidujgc waskie gardto w postaci FSB i przenoszac
kontrolery PCl Express i pamieci RAM DDR3 oraz interfejs DMI do procesora (podobnie jak w
QPI). Przepustowos¢ magistrali DMI procesora i5-750 oraz wyzszych modeli i7-860 i i7-870
wynosi 10 Gb/s, czyli 1,16 GB/s.

W 2011 roku Intel wprowadzit zmodyfikowang wersje interfejsu — DMI 2.0 — ktéry zwiekszyt
dwukrotnie przepustowos¢ magistrali osiggajgc 5 GT/s, czyli okoto 2 GB/s przy wykorzystaniu
wszystkich 4 linii danych PCle v2 i uwzglednieniu kodowania 8b/10b. Magistrala ta zostata
uzyta do potgczenia procesora z wprowadzong w 2008 roku Platform Controller Hub (PCH),
ktora zastgpita Intel Hub Architecture (IHA) opartg na chipsecie sktadajacym sie z mostka
potnocnego i mostka potudniowego[5].

Magistrale DMI 3.0 wprowadzono w sierpniu 2015 r.i posiada ona przepustowosé¢ 8 GT/s na
kazdej z czterech linii danych, co pozwala w kazdym z dwdch kierunkédw pomiedzy
procesorem a PCH przesyta¢ dane z szybkoscia do okoto 3,93 GB/s. Wzrost wydajnosci
uzyskano gtdwnie dzieki zastosowaniu tgcza PCle v3 w miejsce PCle v2. tgcze DMI 3.0 zostato
wprowadzone po raz pierwszy w procesorach Intel Skylake, by powigzaé je z chipsetami serii
100, jednak pojawity sie rowniez procesory Skylake modele U i Y, ktére miaty PCH
zintegrowane w jednej strukturze krzemowej i korzystaty z On Package DMI interconnect
Interface (OPI). Pojawity sie dwie wersje tego interfejsu — GT2 i GT4, pozwalajgce na
zaawansowane zarzgdzanie energig, z ktorych kazda uzywa 8 linii danych umozliwiajgcych
uzyskac przepustowos¢ odpowiednio 2 GB/s i 4 GB/s.
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Architektura chipsetu X58

Intel QuickPath Interconnect (QPI) — szybkie tgcze typu Point-to-Point wprowadzone
w listopadzie 2008 roku, bedace odpowiednikiem i odpowiedzig Intela na HyperTransport
stosowany w procesorach AMD od 2003 r.; nastepca FSB dla platform Core i3, Core i5, Core
i7, Itanium i Xeon. ,Magistrala” QuickPath zawiera zintegrowany kontroler pamieci oraz
ulepszone tacza komunikacyjne pomiedzy elementami systemu, co znacznie zwieksza jej
0golng wydajnosé. Wszystkie linie sygnatowe stosowane wczesniej w FSB zostaty usuniete
i zastgpione wewnetrznie przesytanymi komunikatami upraszczajgc konstrukcje QPI. Po raz
pierwszy to tgcze zostato wprowadzone w mikroprocesorach Intel Core i7-9xx i chipsetach
X58 w listopadzie 2008 r., cztery miesigce pdzniej w Xeonach o mikroarchitekturze Nehalem,
a po kolejnych 11 miesigcach w procesorach Itanium o nazwie kodowej Tukwila[2].

QuickPath to pofaczenie typu Point-to-Point, sktadajace sie jednej linii taktujacej zegara i 20
linii danych dla kazdego kierunku transmisji, co daje w sumie 42 linie sygnatowe, a poniewaz



kazda linia to para przewoddéw, wiec QPI tworzy facze 84-pinowe. Kazda z szyn 20-liniowych
podzielona jest na 4 grupy (zwane kwadrantami) po 5 linii, po ktérych realizowane s3
transfery w jednostkach 80-bitowych zwanych flit (ang. flow control unit), sktadajacych sie
z 8 bitow detekcji btedéw, 8 bitéw nagtéwka i 64 bitéw danych, przesytanych w 4
transferach, po 2 na kazdy z 2 cykli zegarowych (8+8+64 - 20x2x2)[3].

Poczgtkowe implementacje QPl obejmowaty tylko jedno 4-kwadrantowe potaczenie, jednak
specyfikacja pozwala réwniez na inne konfiguracje. Kazdy kwadrant moze by¢ uzyty
niezaleznie, a w serwerach o wysokiej dostepnosci QPl moze dziata¢é nawet w trybie
awaryjnym. Jezeli jedna lub wiecej linii tacza 20+1 zostanie uszkodzonych, to interfejs moze
zaczgc dziata¢ w trybie 10+1 lub 5+1 korzystajgc z pozostatych linii dziatajgcych prawidtowo,
a nawet moze przenies$¢ uszkodzong linie zegara na jedna z linii danych.

Do taktowania QPI stosowane sg zegary o czestotliwosci 2,4 GHz, 2,93 GHz, 3,2 GHz, 4,0 GHz
lub 4,8 GHz. Przepustowos¢ wyznaczana jest uwzgledniajgc tylko 64 bity danych na kazdg
z 80-bitowych jednostek, a poniewaz sg one przesytane w 2 cyklach zegarowych, to
w kazdym z nich przesytane sg 32 bity. Na podstawie tych informacji mozna okresli¢, ze
typowe facze QPI taktowane zegarem 3,2 GHz, przesytajgce 32 bity na cykl i pozwalajace na
transmisje w obu kierunkach jednoczesnie osigga przepustowosé 25,6 GB/s (3,2x32x2 =
204,8 Gb/s = 25,6 GB/s). Ta wartos¢ jest dwukrotnoscig przepustowosci magistrali FSB 1,6
GHz stosowane]j w chipsecie X48.

tacze QPI zostanie zastgpione przez Intel UltraPath Interconnect (UPI) w procesorach Xeon o
mikroarchitekturze Skylake EX/EP bazujgcej na gniezdzie LGA 3647.



Od serii chipsetow oznaczonych jako P55 firma Intel wprowadzita kolejng zmiane przenoszac
zadania wykonywane przez ICH na ,barki” mikroprocesora. Dzieki temu zredukowano liczbe
uktaddéw scalonych chipsetu.

Najnowsze procesory wielordzeniowe Intel Core 7 majg wbudowany kontroler pamieci DDR
3 SDRAM, co wymusito kolejne zmiany w architekturze chipsetéw (seria X). Dawny kontroler
pamieci MCH przemianowano na koncentrator wejscia-wyjscia - IOH (ang. Input/Output
Hub). IOH ogranicza swoje funkcje do obstugi magistrali PCI Express. Opcjonalnie jest
wyposazony w zintegrowany uktad graficzny oraz posredniczy w potgczeniu
z mikroprocesorem za pomocg magistrali QPI (25,6 GB/s). Uktad ICH obstuguje magistrale
USB 2.0, dodatkowe gniazda PCI Express x1, gigabitowa karte sieciowg LAN, kontrolery SATA
i eSATA, zintegrowang karte dzwiekowg High Definition, a opcjonalnie takie macierze
dyskowe.
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Pod procesory Intel Core drugiej generacji firma Intel przygotowata chipsety oznaczone jako
768 Express Chipset. Procesory Core drugiej generacji posiadaty juz ukfad GPU (ang.
Graphics Processing Unit). Dodatkowo CPU (Central Processing Unit - mikroprocesor) przejat
kontrole nad magistralg PCI-E 2.0-16. Dzieki temu chipset sktada sie z jednego uktadu
scalonego oznaczonego jako PCH (ang. Platform Controller Hub). Nowa koncepcja pozwala
na wspotprace uktadu graficznego zintegrowanego z CPU oraz samodzielnej karty graficznej.
Jest to mozliwe dzieki technologii IQS (Intel Quick Sync) oraz oprogramowanie Lucid Virtu.
Ponadto CPU zostat potaczony z uktadem chipsetu za pomocg magistrali DMI 2.0 o
przepustowosci 20Gb/s oraz interfejsu FDI (Flexible Display Interface), poprzez ktéry CPU
wspiera PCH podczas przetwarzania obrazu.
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Architektura chipsetow firmy AMD

Firma AMD, kiedy wprowadzata na rynek mikroprocesory Athlon i Duron (niekompatybilne
sprzetowo z produktami Intela), opracowata réwniez nowe chipsety. Pierwsze chipsety
AMD-750 i AMD-760 byty zgodne z klasyczng architekturg North and South Bridge,
zmieniono jednak nazewnictwo uktadéw. Mostek pétnocny nazwano kontrolerem
systemowym (ang. System Controller), a mostek potudniowy kontrolerem urzadzen
peryferyjnych (ang. Peripheral Bus Controller).

W 2006 r. korporacja AMD przejeta firme ATI Technologies Inc. (ang. Array Technologies
Incorporated) specjalizujgcq sie w projektowaniu i produkcji uktadéw graficznych oraz
chipsetow. Nowe produkty AMD zostaty wyposazone w opracowang przez ATl magistrale
A-Link umozliwiajacg szybka wymiane danych miedzy dwoma uktadami chipsetu.
W najnowszych chipsetach z serii 7 wykorzystano zmodyfikowang wersje A-Link nazwang
A-Link Express Il, opartg na magistrali PCI Express i umozliwiajgcg transfer do 2 GB/s.

AMD
Athlon™

Magistrala FSB

Magistrala AGP AN I Magistrala pamigci
AGP 2 e R E PR spRAM

LAN Magistrata PCI SCSI

Magistrala USB Magistrala SM

AMD™

756 ‘

Magistrala EIDE Magistrala ISA

BIOS

Architektura chipsetu AMD-751



Od 2004 r. chipsety firmy AMD nie majg kontrolera pamieci, zostat on przeniesiony do
struktury mikroprocesora. Gtéwne zadania mostka pdtnocnego to komunikacja
z mikroprocesorem za pomocg magistrali Hyper Transport i obstuga magistrali PCl Express
2.0. Opcjonalnie moze takze zawiera¢ zintegrowany uktad graficzny. Mostek poftudniowy
obstuguje magistrale USB 2.0, kontroler SATA, magistrale PCl, réwnolegta ATA, zintegrowana
karte dzwiekowa HD.
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L
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ParallelATA
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Advanced Clock Calibration

Architektura chipsetu 790GX

HyperTransport (HT) — facze typu Point-to-Point umozliwiajgce potgczenie ze sobg dwdch
urzgdzen, opracowane przez HyperTransport Consortium. Sie¢ tgczy HT wykorzystywana jest
do szybkiej transmisji danych z niskimi opdznieniami. Stosowana jest w procesorach do
potgczen miedzy rdzeniami i koprocesorami, miedzy procesorami w komputerach
wieloprocesorowych, miedzy procesorami a innymi urzgdzeniami obstugujgcymi technologie
HT, miedzy urzadzeniami HT a kartami HT oraz do tgczenia komputeréw
w wielokomputerowe klastry. Nazwa HyperTransport promowana byta poczgtkowo jako
Lightning Data Transport (LDT).

Ztacza kart HT sg nieco podobne do liniowego PCle x16 z PCle x1. Szybko$¢é przesytania
danych do kart HTX3 wynosi 20 GB/s, czyli wiecej niz PCl Express x16 w wersji 3.0 przy
mniejszych opdznieniach.



tacze to moze by¢ pojedyncze lub, dla zwiekszenia predkosci, zestawione z wielu
rownolegtych linii. Do realizacji transmisji w dwu kierunkach konieczne jest tgcze
dwukierunkowe, zasadniczo sktadajgce sie z dwdch tgczy jednokierunkowych (nie musi by¢
symetryczne — tgcza w réznych kierunkach mogg mieé rézng szerokosc). Szerokos¢ facza
jednokierunkowego moze wynosi¢ od 2 do 32 bitow.

HyperTransport wystepuje w wersjach: 1.0, 2.0, 3.0 i 3.1, ktére mogg pracowac z
czestotliwosciami od 200 MHz do 3,2 GHz. Umozliwia potaczenie typu DDR (ang. Double
Data Rate) — w takim rozwigzaniu dane s transmitowane na obu zboczach sygnatu
taktujgcego (wznoszacym i opadajacym) dajgc podwojenie efektywnej przepustowosci.
Pozwala to na przesytanie danych z maksymalng predkoscig 6,4 GT/s (miliardéw transferow
na sekunde) przy czestotliwosci zegara taktujgcego 3,2 GHz (dla wersji HT 3.1).

65nm
[OMMU
DDR3 - 1333 2x16 or 4x8
X
ATl - >

/ o % 5. GTls ‘

2O POl Express 2.0 :
-

PCIExpress 20 RpRYYS
EXPRESS !

N 1x4 PCI —— o s 6x1 PCI
Express® 2.0 GPP EXCPL?; Express® 2.0 GPP

14xUSB 2.0

PCI Interface ‘ v G==p Parallel ATA
1 4

HD Audio —— G Gigabit Ethemet

1X16/ 268
166815

6x SATA 6Gbps

PCI> 2x1 PCI
Express® 2.0 GPP

Nowsze chipsety z serii 9xx majg zmodyfikowane oprogramowanie BIOS — okre$lone przez
AMD jako AGESA — odpowiedzialne za inicjowanie poszczegdlnych elementéw ptyty gtownej
podczas wtgczania komputera.


http://eugeniuszpiechula.pl/e12/images/chipset_990fx.png

Architektura chipsetow firmy NVIDIA

Stosunkowo niedawno do grupy producentéw chipsetéw dotgczyt potentat w dziedzinie
produkcji uktadoéw graficznych - firma NVIDIA Corporation. Chipsety NVIDIA wspdtpracujg
z mikroprocesorami firm Intel i AMD i noszg wspdlng nazwa nForce.

Odpowiednik mostka potnocnego NVIDIA okresla sie mianem SPP (ang. System Platform
Processor - procesor platformy systemowej), mostek potudniowy nazwano MCP (ang.Media
and Communications Processor - procesor komunikacyjny i mediéw). Uktady mostka
poétnocnego zintegrowane z chipsetem graficznym noszg nazwe IGP (ang. Integrated
Graphics Platform - zintegrowana platforma graficzna). Do wymiany informacji miedzy
komponentami chipsetu wykorzystano magistrale Hyper Transport.

Chipsety przeznaczone dla mikroprocesoréw Intela oznaczone sg matg literg ,,i” (np. nForce
790i Ultra SLI obstugujacy Intel Penryn, Core 2 Extreme, Core 2 Quad, Core 2 Duo). Uktad
SPP, stosowany w najnowszych chipsetach, obstuguje trzy kanaty PCl Express x16
pozwalajgce na prace w trybie SLI (ang. Scalable Link Interface - interfejs skalowalnego
tacza). SLI umozliwia zamontowanie trzech kart graficznych, ktére jednoczesnie renderujg
obraz widoczny na monitorze, zwiekszajgc wydajnos¢ podsystemu graficznego. Dodatkowo
SPP obstuguje dwukanatowg pamie¢ DDR3 SDRAM i umozliwia komunikacje
z mikroprocesorem za pomocg magistrali FSB pracujacej z predkoscig 1,6 GHz. SPP wymienia
informacje z MCP za pomocg magistrali Hyper Transport pracujacej z czestotliwos$cig 1 GHz.
Uktad MCP obstuguje magistrale PCl Express x1 i x8, USB 2.0, Gigabit Ethernet, karte
dZzwiekowg HD, interfejs SATA i magistrale PCI.

Intel®
Socket
LGA775
CPU
3-way SLI 1600 MHz FSB
0 e 5
1 i
1| PCl Express x16 :——
: | NVIDIA DOR3 2000 MHz
| PCIE 16 | nForce®
b | : 790i Ultra SLI
\ | SLI-ready Memory w EPP 2.0
1| PCl Express x16 SPP
' L

HyperTransport Link

10X USB 2.0 : : 6 x SATA
{ NvIDIA
5 x PCI § nForce® [ 2 % PATA
| 790i Ultra SLI } -
HD Audia MCP _ 4 x PCl Express x1
2 x Gigabit LAN ———I I—-———— 1 %X PCl Express X8
ESA Certified

Obecnie NVIDIA nie ma licencji na tworzenie chipsetéw dla najnowszych mikroprocesorow
firmy Intel.



Chipsety NVIDIA projektowane dla mikroprocesoréw firmy AMD oznaczone sg mata literg ,,a”
(np. nForce 980a SLI). Na uwage zastuguje fakt, ze w najnowszych produktach uktad MCP
(w chipsetach dla CPU Intela MCP jest odpowiednikiem mostka potudniowego) przejat role
mostka pdtnocnego potfaczonego z mikroprocesorem AMD za pomocg magistrali Hyper
Transport 3.0 (51,2 GB/s). Odpowiednikiem mostka potudniowego jest uktad nForce 200,
ktory obstuguje wytacznie trzy kanaty PCI Express x16 w uktadzie SLI stuzace do wspoétbieznej
pracy z kartami graficznymi.
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Architektura chipsetu NVIDIAnForce 780a SLI



Oddzielng grupe produktéw firmy NVIDIA stanowig uktady mGPU (ang. motherboard
Graphics Processing Unit - procesor graficzny dla ptyt gtéwnych), czyli uktady graficzne o
cechach chipsetu. Najnowsze produkty dla mikroprocesoréw Intela to seria 9000, a dla AMD
— 8000. W zatozeniu linia tego typu produktéow adresowana jest do uzytkownikdw, ktorzy
chca posiada¢ komputer o nieztej wydajnosci za przystepna cene.
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Po przeanalizowaniu budowy chipsetéw dla mikroprocesorow AMD mozna pokusi¢ sie o
stwierdzenie, ze inzynierowie firmy NVIDIA catkowicie przeprojektowali dotychczasowg
architekture uktadéw tego typu.

NVIDIA nForce® 980a SLI® MCP
Block Diagram for AMD Architecture

AMD Phenom 11 X3, X4
AMD Phenom X3, X4
AMD Athlon X2

AMD Athton

PCIZ>  3xipctexpr

& SATA Drives
2 PATA Driv
with

DDR3 or DDR2

u
e Hybrld SLI “
i1 DVIHDMI, or VGA 3
£ with HybridPower ™ 1.
i & GeForce* Boost :

1 GIgE Connection
with FirstPacket™
Technology

£ a=

—
HDA lAzalia) Audio

NVIDIA
nForce®
980a SLI°®

NVIDIA : :

? o * D> 16 PCI :
"F%;O = PCI=> “_'.‘!'s
=i POI=> uumg


http://eugeniuszpiechula.pl/e12/images/chipset_nvidia.jpg

Architektura chipsetow firmy VIA Technologies

Znany producent uktadow graficznych VIA specjalizuje sie réwniez w projektowaniu
i produkcji chipsetéw dla wtasnych mikroprocesoréw oraz produktéw firm AMD i Intel.
Najnowsze chipsety firmy VIA odbiegajg koncepcyjnie od klasycznej architektury North and

South Bridge, jednak firma tradycyjnie okresla elementy chipsetu jako mostek pdtnocny
i potudniowy. Obydwa uktady potgczone s3g specjalng magistralg V-Link wchodzacg w sktad
technologii V-MAP (ang. VIA Modular Architecture Platforms). V-MAP pozwala na szybkie
(elastyczne) przystosowanie ptyt gtéwnych do nowych chipsetéw, dzieki zastosowaniu

jednego typu koricéwek uktaddéw scalonych.
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Architektura chipsetu VIA PT880 dla mikroprocesoréw firmy Intel




Najnowszy interfejs Ultra V-Link umozliwia wymiane danych miedzy mostkiem pétnocnym
i potudniowym z predkoscig 1066 MB/s przy niskim poziomie opdznien.

Wspodtpracujg z mikroprocesorami firm: - VIA Technologies, - AMD — Intel
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Architektura chipsetu VIA K8T900 dla mikroprocesoréw firmy AMD



Architektura chipsetow firmy SIS

Wspdtpracujg z mikroprocesorami firm: - AMD — Intel

Do pofaczenia uktaddw chipsetu opracowano 16-bitowy interfejs MuTIOL (Multi-Threaded
I/0 Link) umozliwiajacy transfer do 1GB/s. Mostek pétnocny komunikuje sie z procesorami

Intel za pomoca tradycyjnej magistrali FSB, a z procesorami AMD Athlon — za pomoca
magistrali Hyper Transport.
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